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苏州珂玛材料科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指

定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 436,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00
元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称 珂玛科技 股票代码 301611
股票上市交易所 深圳证券交易所

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 仇劲松 雷梦思

办公地址 江苏省苏州市高新区新钱路 1号 江苏省苏州市高新区新钱路 1号
传真 0512-66918281 0512-66918281
电话 0512-68088521 0512-68088521
电子信箱 jerry.qiu@kematek.com m.lei@kematek.com
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2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司所处行业情况：

全球半导体市场规模和半导体制造设备支出显示出强劲的增长态势，主要是由于 AI、云基础设施、

先进消费电子产品等领域的持续需求所带动。根据WSTS数据，2025年全球半导体市场规模持续攀升，

全年全球半导体市场规模将达到 7,009亿美元，同比增长 11.2%；2026年的全球半导体市场规模预计

将进一步上升 8.5%至 7,607亿美元。根据 SEMI数据，2024年全球半导体制造设备销售总额达 1,170

亿美元历史纪录，同比增加 10%，创下历史新高；2025年、2026年预计将延续上升势头，分别达

1,215亿美元、1,394亿美元，分别同比增加 4%、19%。全球半导体行业预计将在 2025年启动 18个新

晶圆厂建设项目，其中包括 3座 8英寸和 15座 12英寸新晶圆厂，大部分预计将于 2026年至 2027年

开始运营。这一扩产趋势也得到了 Knometa Research追踪数据的印证，其指出 2025年全球将有 17条

新晶圆产线实质性投入运营，涵盖了逻辑代工、存储和模拟芯片等多个关键领域，推动全球晶圆产能

创下历史新高。

中国大陆仍然稳居全球半导体设备支出龙头。根据 SEMI数据，2025年中国大陆半导体设备支出

总值约 493亿美元，中国大陆预计在 2025年新启动 3座晶圆厂建设项目。根据芯谋研究数据，受供应

链自主可控需求驱动，国产替代进程大幅加速，中国半导体设备国产化率在 2025年已攀升至 35%，

全面进入核心加速期。半导体设备在成熟制程领域国产化已取得显著进展，但先进制程领域的高端设

备仍需突破“卡脖子”环节，未来国产替代空间广阔。在我国大力扶持半导体产业的背景下，全球半

导体及上游零部件全产业链产能向中国大陆转移，在国产化背景趋势下，预计未来中国大陆半导体领

域市场需求在阶段性波动恢复后将继续保持平稳较快增长。

从国际层面来看，全球半导体设备先进结构陶瓷市场继续保持增长态势，来自日本、美国、韩国

和欧洲的供应商在不同细分市场和技术领域保持领先地位，尤其在半导体设备关键部件“功能-结构”

模块类产品方面，例如陶瓷加热器、静电卡盘以及超高纯碳化硅套件等，通常为全球半导体设备厂商

和晶圆厂商的首选供应商，包括国内半导体设备厂商和晶圆厂商。

（2）公司主要产品及服务：

（a）先进陶瓷材料零部件：

公司先进陶瓷业务的基础是材料，产品形式是高度定制化的零部件，最终端应用于半导体、新能

源等多个国民经济重要行业。公司掌握了从材料配方到零部件制造的先进陶瓷全工艺流程技术，目前

已量产氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钇和氧化钛 6大类材料先进陶瓷材料，累计设计开发

了一万余款定制化零部件。
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公司先进陶瓷材料零部件应用于多个领域，按领域区分的产品情况如下：

（i）半导体领域

半导体设备零部件是公司报告期内先进陶瓷产品的最主要应用。半导体设备是半导体产业的基础

支撑，其中前道工艺主要完成晶圆制造，该等工艺设备类型繁杂，技术难度较高。半导体设备由腔室

内和腔室外组成，陶瓷大部分用在更接近晶圆的腔室内，其技术要求严苛，须在先进陶瓷材料性能、

硬脆难加工材料精密加工及新品表面处理等方面满足客户要求。

公司先进陶瓷主要应用于晶圆制造前道工艺设备，目前已进入刻蚀、薄膜沉积、离子注入、光刻

和氧化扩散等多种设备，是国内半导体设备用先进陶瓷材料零部件的头部企业。

公司用于半导体设备的先进陶瓷材料零部件产品主要应用于腔室内，其中部分零部件直接与晶圆

接触，是集成电路制造中关键的精密零部件，包括圆环圆筒、气流导向、承重固定和手爪垫片等结构

件产品，以及陶瓷加热器、静电卡盘以及超高纯碳化硅套件等高难度“功能-结构”一体模块化产品。

分不同工艺流程及对应半导体设备，公司先进陶瓷材料零部件产品的应用情况如下：

工艺流程 刻蚀 薄膜沉积 离子注入
光刻及相关的涂

胶显影

氧化/扩散、退

火、合金等

应用公司产品的前道设备 刻蚀机
PVD、CVD和

ALD设备
离子注入设备

光刻机、涂胶显

影设备
氧化扩散设备

设备图示

公司

产品

结构件类产品

产品类型

圆环圆筒类、气

流导向类、承重

固定类、手爪垫

片类、真空吸盘

圆环圆筒类、

气流导向类、

承重固定类、

手爪垫片类

圆环圆筒类、

承重固定类、

手爪垫片类

承重固定类、手

爪垫片类

承重固定类、

手爪垫片类

材料类型
氧化铝、氮化

铝、碳化硅

氧化铝、氮化

铝、碳化硅

氧化铝、氮化

铝
氧化铝、碳化硅

氧化铝、氮化

铝、碳化硅

“功能-结构”一

体模块化产品

产品类型 静电卡盘
陶瓷加热器、

静电卡盘
- -

陶瓷加热器、

超高纯碳化硅

套件

材料类型 氧化铝
氧化铝、氮化

铝
- - 氮化铝、碳化

硅

公司在半导体设备用高纯度氧化铝、高导热氮化铝零部件等“卡脖子”产品方面实现了国产替代，

多项关键技术指标达到国内领先、国际主流水平。同时，公司亦是目前国内少数有多种陶瓷材料和产

品通过国际头部半导体设备厂商 A公司认证且被其批量采购的先进结构陶瓷企业之一。

此外，公司从 2016年承接国家“02专项”课题起，不断完善核心材料配方并攻克了多项复杂工

艺，是国内较早切入“功能-结构”一体模块化产品研发、客户验证并批量生产的企业。公司目前主要

“功能-结构”一体模块化产品研发和产业化进展如下：
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产品名称
产品应用

设备图
产品图示

适用

半导体设备
功能

全球

主要供应商

产业化进展

客户拓展 累计出货量 累计开发款式

陶瓷加热器

薄膜沉积设备

（具体包括

CVD、PVD、
ALD设备）、

激光退火设备

薄膜沉积工艺过

程中，均匀加热

硅片，使构造稳

定的沉积工艺环

境，对晶圆质量

和制造良率起关

键作用

日本碍子全球份

额超过 50%

（1）供应北方华创、中微

公司、拓荆科技、O公

司、P公司和华卓精科等；

（2）在 Q公司生产中大批

量应用

截至 2025年 12月
末，已累计生产并

交付超过 1,800支

6英寸、8英寸各

已开发 2款产品，

12英寸已开发 40
款产品

静电卡盘
刻蚀机、部分薄

膜沉积设备

通过静电吸附硅

片，并吸引等离

子体完成刻蚀工

艺。在 PVD设

备中往往与陶瓷

加热器搭配使用

日本特殊陶业是

全球第一大供应

商，其他供应商

包括京瓷集团等

（1）8英寸刻蚀机

Monopolar静电卡盘已经通

过 B公司验证并小规模量

产；

（2）12英寸 ICP/CCP刻蚀

机Monopolar静电卡盘已

通过 B公司验证并小规模

量产，多区加热静电卡盘

已交付测试

截至 2025年 12月
末，已小批量出货

8英寸和 12英寸

静电卡盘已完成验

证并实现小规模量

产，12寸多区加

热静电卡盘已完成

产品开发

超高纯碳化

硅套件
氧化扩散设备

将热源均匀、稳

定地传导至晶

圆，提供高纯

度、稳定的高温

环境

CoorsTek是全球

第一大供应商，

市场份额超过

80%，日本旭硝

子全球份额为
10~20%

（1）6英寸非渗硅套件通

过北方华创及 Fab端验证

并取得多套批量订单；

（2）8英寸非渗硅套件通

过北方华创验证，正在 Fab
端推广；

（3）12英寸渗硅套件部分

部件，例如 Cap、隔热片等

已通过北方华创验证，其

他部件例如晶舟等尚在验

证中

截至 2025年 12月
末，已小批量出货

6英寸已开发 1款
全套产品，8英寸

已开发 2款全套产

品，12英寸全套

中部分部件已验证

通过并少量生产，

部分正在开发验证

中
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（ii）泛半导体领域

在显示面板制造、LED制造及光伏制造等方面，公司已量产用于刻蚀、PVD、CVD设备和工艺

连接器等的先进陶瓷材料零部件。

（iii）其他领域

在电子（包括锂电池）材料粉体粉碎和分级领域，公司主要生产砂磨机涡轮、分级机分级轮、三

辊机轧辊等先进陶瓷材料零部件，凭借高硬度、高韧性特点，它们被使用在多种粉体粉碎和分级设备

上，作为核心零部件，发挥研磨、击碎、摩擦、分离和筛选等关键功能。公司作为国内本土企业的代

表实现了关键零部件如“分级轮”的国产化，“分级轮”产品的最大运转线速度超过 60m/s，分级粒度

可达到 1μm，上述两项关键性能指标均已达到全球主流水平。

此外，在汽车制造领域，公司主要生产氧化锆、氧化铝材质的焊装销和定位销等产品，焊装销被

用在中高端汽车的生产焊接设备，起到高温、火花保护等功能，定位销被用在汽车的装配过程中，起

到定位的功能；在纺织领域，公司针对不同纱线类型调整材料配方并设计晶粒规格，改变先进陶瓷表

面粗糙度等表面结构，发挥引导及保护纱线的功能；在生物医药领域，生物医药中药剂注射、灌装等

工序设备对零部件的耐腐蚀性要求高，公司已生产并销售用于高压均质机的陶瓷棒、隔离套等生物医

药设备零部件产品。

（b）表面处理服务：

公司表面处理服务面向显示面板制造厂和设备制造原厂，主要为显示面板工艺设备零部件提供清

洗和再生改造服务。通过精密清洗、阳极氧化和熔射等主要手段，以洗净再生、熔射再生等综合解决

方案为先进陶瓷、石英、金属等多种类型的设备零部件进行阶段性污染物控制，提高部件耐腐蚀性等

性能，以保障显示面板制造工艺稳定、提高大规模制造良率。公司服务于多家全球知名显示面板制造

企业，具备较强的综合服务能力，在表面处理的洁净度、耐用性等关键指标上客户反馈良好，赢得了

较高的市场声誉。

表面处理还是先进陶瓷材料零部件新品制造的重要后道工序之一。公司采用精密清洗严格量化控

制表面颗粒物、金属离子等污染物，并采用喷砂和熔射等形成特定表面涂层和形貌。这些特殊工艺能

力也属于陶瓷产品生产的核心技术。

（3）公司主营业务增长的驱动因素：

公司主营业务收入主要为先进陶瓷材料零部件销售收入、其他材料零部件销售收入以及泛半导体

设备表面处理服务收入，收入规模逐年增长，合计占营业收入的比例在 99%以上，公司主营业务突出。

其他业务收入主要为零部件加工服务收入及贸易业务收入等，占营业收入的比重较小。
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（a）先进陶瓷材料零部件：

公司在 2025年度及 2024年度先进陶瓷材料零部件的营业收入分别为 97,321.91万元和 76,819.56

万元，2025年比去年同期增长 26.68%。

先进陶瓷材料零部件的下游主要应用领域包括半导体、泛半导体、粉体粉碎和分级等领域，各领

域收入规模及占比情况具体如下：

单位：人民币万元

应用领域 产品
2025年度 2024年度

金额 占比 金额 占比

半导体领域
结构件产品 55,253.98 56.78% 40,111.89 52.22%
“功能-结构”一体模块化产品 32,330.67 33.22% 29,077.07 37.85%

泛半导体领域 3,410.52 3.50% 3,216.68 4.19%
粉体粉碎和分级领域 3,227.61 3.32% 3,181.33 4.14%
其他领域 3,090.13 3.18% 1,232.59 1.60%

合计 97,312.91 100.00% 76,819.56 100.00%

半导体领域是公司产品的主要应用方向，公司在 2025年度及 2024年度来自半导体设备领域的先

进陶瓷材料零部件收入分别为 87,584.45万元和 69,188.96万元，占先进陶瓷材料零部件收入的比例分

别为 90.00%和 90.07%，2025年比去年同期增长 26.58%。

2025年度，得益于中国半导体市场持续扩张，中国半导体产业规模的快速增长以及设备国产替代

程度不断提高，下游半导体领域客户采购需求快速增长，公司订单饱满，带动了公司先进陶瓷材料结

构件产品在半导体领域销售收入规模的增长。半导体领域结构件产品，2025年销售收入比去年同期增

长 37.75%。

2025年，半导体设备领域收入的增加也来源于公司“功能-结构”一体模块化产品的持续大规模

量产交付。基于多年技术积累、研发及产业化布局，公司半导体设备核心部件陶瓷加热器实现国产替

代，该“功能-结构”一体模块化产品解决了半导体晶圆厂商 CVD设备关键零部件的“卡脖子”问题。

公司为半导体晶圆厂商和国内半导体设备厂商研发生产并销售多款陶瓷加热器产品，装配于 SACVD、

PECVD、LPCVD和激光退火等设备，部分陶瓷加热器产品已量产并大量应用于晶圆的薄膜沉积生产

工艺流程。公司在 2025年继续着力于陶瓷加热器的性能优化及产品迭代，借助先进生产基地项目在

2025年初投产的优势，优化工艺流程，持续推动产品向客户的稳定交付。同时，静电卡盘与超高纯碳

化硅套件也逐步完成验证并开始小批量交付，形成了一定的收入。半导体领域“功能-结构”一体模块

化产品，2025年销售收入比去年同期增长 11.19%。

2025年，受国内消费电子行业温和复苏的影响，公司来自显示面板、LED和光伏等其他泛半导体

的结构件产品的收入小幅增长；国内新能源相关领域已度过产能相对过剩的阵痛期，整体行业保持稳

定，故公司粉体粉碎和分级领域收入在 2025年度基本保持平稳。

公司先进陶瓷材料零部件应用的其他领域包括能源环保、汽车生产、纺织和生物医药等领域。
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（b）表面处理服务：

公司表面处理服务包括熔射再生服务和洗净再生服务，下游均面向泛半导体领域，在 2025年度

及 2024年度收入分别为 8,137.15万元和 8,204.90万元，基本保持了稳定。公司表面处理服务收入具体

构成如下：

单位：人民币万元

项目
2025年度 2024年度

金额 占比 金额 占比

熔射再生业务 5,852.68 71.93% 5,511.06 67.17%
洗净再生业务 2,284.47 28.07% 2,693.84 32.83%

合计 8,137.15 100.00% 8,204.90 100.00%

2025年度公司表面处理业务收入规模基本维持稳定。

（c）其他材料零部件：

公司在 2025年度及 2024年度其他材料零部件产品收入分别为 1,225.62万元和 328.92万元，呈增

长趋势。其他材料零部件主要包括金属零部件、石墨零部件和 CVD碳化硅涂层零部件，其中金属零

部件主要产品包括上部电极、壁板等，主要用于显示面板生产设备；石墨零部件和 CVD碳化硅涂层

零部件系苏州铠欣的原有业务，2025年 7月公司完成对苏州铠欣的收购后，石墨零部件和 CVD碳化

硅涂层零部件的销售收入助力了其他材料零部件的收入规模的增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否

单位：人民币元

2025年末 2024年末 本年末比上年末增减 2023年末

总资产 2,613,142,474.85 1,967,300,323.94 32.83% 1,349,787,769.82
归属于上市公司股东的净资产 1,776,824,889.80 1,519,409,818.81 16.94% 736,477,633.70

2025年 2024年 本年比上年增减 2023年
营业收入 1,073,398,286.26 857,381,991.35 25.19% 480,449,554.09
归属于上市公司股东的净利润 289,087,559.51 310,974,768.28 -7.04% 81,860,699.47
归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净利润
288,001,958.31 305,752,913.25 -5.81% 77,688,779.54

经营活动产生的现金流量净额 238,988,809.31 229,901,208.58 3.95% 46,586,832.10
基本每股收益（元/股） 0.66 0.81 -18.52% 0.23
稀释每股收益（元/股） 0.66 0.81 -18.52% 0.23
加权平均净资产收益率 17.31% 29.32% -12.01% 11.86%
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（2） 分季度主要会计数据

单位：人民币元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 247,892,688.65 272,504,895.75 273,541,457.02 279,459,244.84
归属于上市公司股东的净利润 87,092,902.76 84,770,990.62 72,656,425.02 44,567,241.11
归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净利润
86,064,692.58 84,482,796.24 72,966,737.95 44,487,731.54

经营活动产生的现金流量净额 66,929,232.16 74,230,380.13 41,350,611.16 56,478,585.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通

股股东总数
22,612

年度报告披露日

前一个月末普通

股股东总数

21,929
报告期末表决

权恢复的优先

股股东总数

0 年度报告披露日前一个月末表决

权恢复的优先股股东总数
0

持有特别表决

权股份的股东

总数（如有）

0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质
持股比

例
持股数量

持有有限售条件的

股份数量

质押、标记或冻结情况

股份状态 数量

刘先兵 境内自然人 44.19% 192,649,465.00 192,649,465.00 不适用 0.00
胡文 境内自然人 16.67% 72,676,450.00 72,676,450.00 不适用 0.00

苏州博盈企业管理咨询中心（有限合伙）
境内非国有法

人
3.65% 15,925,314.00 15,925,314.00 不适用 0.00

苏州市博璨企业管理咨询中心（有限合

伙）

境内非国有法

人
1.41% 6,126,729.00 6,126,729.00 不适用 0.00

刘俊 境内自然人 1.35% 5,872,997.00 0.00 不适用 0.00
北京诺华资本投资管理有限公司－北京集

成电路装备产业投资并购基金（有限合

伙）

其他 0.92% 4,009,575.00 0.00 不适用 0.00

高建 境内自然人 0.84% 3,683,005.00 0.00 不适用 0.00
深圳华业天成投资有限公司－湖南华业天

成创业投资合伙企业（有限合伙）
其他 0.70% 3,054,481.00 0.00 不适用 0.00

香港中央结算有限公司 境外法人 0.67% 2,934,651.00 0.00 不适用 0.00
中国工商银行股份有限公司－易方达创业

板交易型开放式指数证券投资基金
其他 0.63% 2,746,817.00 0.00 不适用 0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

刘先兵持有苏州博盈 16.24%的财产份额并担任执行事务合伙人，直接持有苏州

博璨 0.71%的财产份额并担任执行事务合伙人；高建持有苏州博盈 19.21%的财

产份额；除上述情况之外，未知上述股东相互之间是否存在关联关系或一致行

动

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用不适用
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（2） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用不适用

三、重要事项

无
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